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「発熱部品の実装構造」
特許第6826922号

発明の効果
（新規性・優位性）

利用シーン（展開可能分野）

想定するライセンシー像
（保有技術や事業領域）

発熱部品の数が多くなることで、発熱部
品と共に製品の回路を構成する基板配線
のパターンが複雑になっても、回路基板の
占有面積を小さく抑えられ、実装構造を含
む製品の小型化を図ることができる。

半導体装置など発熱する部品を有す

る電気回路装置を製造するメーカーを

想定。

通電により発熱する発熱部品を放熱部品

上に配すると共に、発熱部品を回路基板に

接続した発熱部品の実装構造に有用。
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